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1.Ukol mérent:
1)Zmeite otepleni procesoru, pétha chipsetu uvnitpccitace typy PC AT.
2)K meéteni pouzijte dva kontaktni tepl@ny a dva teploréry bezdotykové.
3)Po ustaleni teploty procesoru sfiaszatzovy test a sledujte zda se teplota
procesoru réni.
4)Dale zngite chladnuti vyse zménych komponent po vypnuti PC.
5)Seznamte s emisivitou mateti@ owite jeji vliv na ngreni teploty.

Hodnoty odéitejte v intervalu 30s az do ustaleni teploty.

2.Teoreticky Gvod:

V pramysloveé praxi se velntiasto nizeme setkat s nutnostifit teplotu
nejriazngjSich objekti a z&izeni. K tomuto ré‘eni se pouzivaji teplary nejiizrgjSich typi a
provedeni.Teplogry mazeme rozdlit na dotykové (kontaktni) a bezdotykoveé — r&dia
pyrometry.Do prvni skupiny pétteplon€ry nag. odporove, polovodbve, termdlankove.
Stejre jako @i méreni jinych fyzikalnich vetiin i u méteni teploty dochazi k négsnostem v
souvislosti s pouzitym typem tepl@na.

Cilem této ulohy je tedy seznamit se s rozdilnyistppem p méieni iznymi
teplomnery.

3.Namérené a vypdtené hodnoty:

K méteni jsme pouzili 3 teplo#ny,1 kontaktni(K1) a 2 bezkontaktnitenou
emisivitou.(B1) s emisivitou 0,95 ktera je nastavsprava pro material komponent a (B2) s
emisivitou 0,8,kde je emisivita z&mm¢ sniZzena,pro porovnani vyslgédk

1)Otepleni procesoru, patfti a chipsetu uvnitpacitace typy PC AT.

T[s] 0 30 60 90 120 150 180 210 BENCH 240
K1[°C] | 25,5 29,8 | 309 | 335 | 34,2 36,2 | 34,6 | 36,1 35,5

B1[°C] | 27,3 | 40,5 | 42,4 47 48,4 53 49 52 50

CPU B2 [°C] 27 49 55 65 68 67 69 68 74
K1[°C] | 25,3 28,7 | 30,1 29,7 30,5 | 31,9 | 32,1 33,4 33,3
B1[°C] | 27,5 28,8 29,2 | 304 | 314 | 322 | 329 | 334 33,8

RAM B2 [°C] 26 28 29 30 30 31 33 33 35
Ki[°C]| 25,3 28,8 28,8 28,9 30,1 30 28,9 | 29,9 29,7

B1[°C] | 26,4 44 41,6 | 46,1 49,7 46 47 47 47

CHIPSET |B2][°C] 26 35 34 38 40 41 42 43 44
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4)Chladnuti procesoru, padti a chipsetu uvnitpacitace typy PC AT.

CPU RAM CHIPSET
T[s] |K1[°C]|B1[°C]|B2[°C]|K1 [°C]|B1 [°C]|B2 [°C] |K1 [°C]| B1 [°C] |B2 [°C]
0 35 40 59 30 33,1 34 29,7 37,2 38
30 31,4 31,2 48 31,2 34,1 34 29,8 35,3 35
60 30,8 34,4 44 30,3 34,4 34 29,5 34,1 34
20 29,9 33,2 43 29,6 33,3 33 29 32,9 33
120 29,3 31,3 41 29,3 33,5 34 28,6 32,7 32
150 28,6 29,7 38 29 33,8 34 28,4 31,8 31
180 28,6 30,9 37 28,6 33,3 33 28,4 31,8 31
210 28,5 30,5 36 28,4 33,5 33 28,2 31,6 30
240 28,1 29,1 35 28,5 33,1 33,1 27,6 31,4 30
270 27,4 30,3 34 28 33 32 27,9 30,8 30
300 26,2 29,4 33 27,3 31,8 32 27,5 30,5 29
330 25,6 29,1 32 26,8 30,5 31 27 30 28
360 25,2 28 31 26,2 29,5 30 26,5 29,2 27
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CHIPSET-ochlazeni

38
87

’ q\
35
34

[l

o K1[°C]
32 A | A—— ] v B1 [oc]

2 A A v A B2 [°C]
30 p—— S A A -
28 T
27 -
-
26 I I I I I I I 1
0 50 100 150 200 250 300 350 400

T[s]

Teplota[C]

[ 3

A

4.Zavér:

Z meieni vyplyva Ze kontaktni teplam(K1) trpi zn&nou setrvanosti a trva relativh
dlouho nez se zabje na teplotu greného objektu,dale ma na n&emou teplotu vliv st§na
plocha ngtici sondy s rfenym objektem.Naopak oproti tomu bezkontaktni tegromeri
relativre rychle a pesré,ovSem zavisi na nastavené emisiwkticiho @istroje(rozmezi 0-1).
Ta ma znany vliv na namdrenou hodnotu.Vifpac Ze je emisivita nastavena Spgia
meéieni nepouzitelné.

Vliv emisivity bezkontaktnich teplo#ni jsme si vyzkouSeli na pajeci laznii p
meieni komponent PC.Emisivita je zavisla na a\povrchoveé Upravméreného objektu. V
piipact hladkych a lesklych povrdhse nastavuje emisivita co nejnizsi.Optimalni hdampoo
meieni komponent je 0,95,nastaveno na prvnifistiji(B1).Na druhémifstroji(B2) jsme
nastavili hodnotu 0,8 a z vysleilkyplyva,ze druhy fistroj na stibrné povrchu CPUijlava
n¢kolik stupa oproti @istroji(B1).

Pri benchmarku jsme naffili teplotu meficim pristrojem (B1) 50°C,poté se it z
duvodu tepelné ochrany vypnul. Teploty RAM a CHIPSE&yohybovaly v maximu
33.8°C,respektive 47°C.



